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(57)【要約】
【課題】パワーパッケージから発生する高熱を効果的に
放熱させるために、パワーパッケージと放熱モジュール
とが結合してなるパワーパッケージモジュールを提供す
る。
【解決手段】本発明のパワーパッケージモジュールは、
多数の半導体チップが実装されるパワーパッケージ１０
０と、パワーパッケージ１００と接触し、パワーパッケ
ージ１００から放出される熱を放熱するための第１放熱
部材２１０を含む放熱モジュール２００と、一側部は第
１放熱部材２１０を貫いて連結され、他側部はパワーパ
ッケージ１００に挿入されて連結される第２放熱部材３
００とを含んでなる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の半導体チップが実装されるパワーパッケージと、
　前記パワーパッケージと接触し、前記パワーパッケージから放出される熱を放熱するた
めの第１放熱部材を含む放熱モジュールと、
　一側部は前記第１放熱部材を貫いて連結され、他側部は前記パワーパッケージに挿入さ
れて連結される第２放熱部材とを含んでなることを特徴とするパワーパッケージモジュー
ル。
【請求項２】
　前記放熱モジュールは、前記第１放熱部材の下部に設けられ、前記パワーパッケージと
接触する接触板部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のパワーパッケージモジ
ュール。
【請求項３】
　前記接触板部は、前記パワーパッケージを収容するために前記パワーパッケージの上部
と接触する上部接触板、前記パワーパッケージの下部と接触する下部接触板、および前記
上部接触板と前記下部接触板とを連結し、前記パワーパッケージの前記接触板部からの脱
着を防止する板連結部を含んでなることを特徴とする請求項２に記載のパワーパッケージ
モジュール。
【請求項４】
　前記上部接触板は、前記パワーパッケージからの脱着を防止するために、前記上部接触
板の終端に形成されて前記パワーパッケージを固定連結するストッパーを含むことを特徴
とする請求項３に記載のパワーパッケージモジュール。
【請求項５】
　前記下部接触板は、前記パワーパッケージと滑合するためのガイドレール及び、
　前記パワーパッケージから放出される熱を分散させるためのヒートスプレッドを含むこ
とを特徴とする請求項３に記載のパワーパッケージモジュール。
【請求項６】
　前記パワーパッケージは、
　多数のＩＧＢＴチップおよび駆動チップが実装される回路基板と、
　前記回路基板の下部に結合し、前記パワーパッケージからの放出熱を分散させるための
ヒートスプレッドとを含んでなり、
　前記ヒートスプレッドは、前記第２放熱部材が挿入されて連結されるように、前記第２
放熱部材の直径に対応する挿入部が設けられることを特徴とする請求項１に記載のパワー
パッケージモジュール。
【請求項７】
　前記パワーパッケージは、
　前記ストッパーに嵌合されるように、前記ストッパーに対応する前記パワーパッケージ
の面に設けられた固定溝をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載のパワーパッケー
ジモジュール。
【請求項８】
　前記パワーパッケージは、
　前記下部接触板の前記ガイドレールと滑合するように、前記ガイドレールに対応する前
記パワーパッケージの面に設けられるガイド溝とをさらに含むことを特徴とする請求項５
に記載のパワーパッケージモジュール。
【請求項９】
　前記第１放熱部材は、
　外部へ熱を放出するための多数の放熱板が積層されているヒートシンクであることを特
徴とする請求項１に記載のパワーパッケージモジュール。
【請求項１０】
　前記第１放熱部材の前記放熱板は、
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　前記第２放熱部材が貫いて連結されるように、前記第２放熱部材の直径に対応する貫通
孔が設けられることを特徴とする請求項９に記載のパワーパッケージモジュール。
【請求項１１】
　前記第２放熱部材は、一側部は前記第１放熱部材に貫いて連結され、他側部は前記パワ
ーパッケージに挿入連結されるために屈曲区間を有する「コ」字状のヒートパイプである
ことを特徴とする請求項１に記載のパワーパッケージモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワーパッケージモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の半導体チップが回路基板に実装されたパワーパッケージにおいて、前記半導体チ
ップから発生する高熱を放熱させるために、一般に熱を分散させるためのヒートスプレッ
ドと熱を放熱させるためのヒートシンクを使用する。
【０００３】
　図１は、従来の技術に係るパワーパッケージの斜視図である。
【０００４】
　図１に示すように、一般に、前記パワーパッケージ１０から発生する高熱を速く分散さ
せるために、熱伝導度の高い金属からなるヒートスプレッド（図示せず）などの放熱部材
を前記半導体チップの下部に結合させる。
【０００５】
　その後、前記ヒートスプレッドによって分散した熱を速く放熱させるために、ヒートシ
ンク２０を前記パワーパッケージ１０に結合させる。
【０００６】
　この際、前記ヒートスプレッドと前記ヒートシンク２０とが接触する部位の熱抵抗を減
らすために、熱グリース（Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｇｒｅａｓｅ）を接触部位に塗布し、前記ヒ
ートスプレッドと前記ヒートシンク２０とをネジ（図示せず）によって機械的に結合させ
ることにより、最終的に前記パワーパッケージ１０と前記ヒートシンク２０とを結合させ
る。
【０００７】
　ところが、このような方式は、時間経過に伴い、前記ヒートスプレッドと前記ヒートシ
ンク２０との接触部位に塗布された熱グリースの性能が減少することにより、放熱性能が
低下するという問題点がある。
【０００８】
　また、作業者によって、熱グリースの塗布量が異なるため、前記パワーパッケージ１０
ごとに同一の放熱性能を保つことができないという問題点がある。
【０００９】
　また、前記ヒートシンク２０と前記パワーパッケージ１０とをネジによって機械的に結
合させることにより、前記ヒートシンク２０の体積を増加させ、前記ヒートシンク２０ま
たは前記パワーパッケージ１０に不良が発生する場合、容易に分離および組み立てること
が難しいという問題点がある。
【００１０】
　特に、前記パワーパッケージ１０の回路基板（図示せず）と前記ヒットシンク２０とを
ネジによって結合させるため、製造工程中に基板が破損するおそれがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、パワーパッケージから発生する高熱を効果的に放熱させるために、パワーパ
ッケージと放熱モジュールとが結合してなるパワーパッケージモジュールを提供すること
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により、製品の信頼性を向上させ、且つパワーパッケージモジュールの体積を減少させる
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明は、多数の半導体チップが実装されるパワーパッケ
ージ；前記パワーパッケージと接触し、前記パワーパッケージから放出される熱を放熱す
るための第１放熱部材を含む放熱モジュール；および一側部は前記第１放熱部材を貫いて
連結され、他側部は前記パワーパッケージに挿入されて連結される第２放熱部材；を含ん
でなる、パワーパッケージモジュールを提供する。
【００１３】
　また、前記放熱モジュールは、前記第１放熱部材の下部に設けられ、前記パワーパッケ
ージと接触する接触板部をさらに含むことを特徴とする。
【００１４】
　また、前記接触板部は、前記パワーパッケージを収容するために前記パワーパッケージ
の上部と接触する上部接触板、前記パワーパッケージの下部と接触する下部接触板、およ
び前記上部接触板と前記下部接触板とを連結し、前記パワーパッケージの前記接触板部か
らの脱着を防止する板連結部を含むことを特徴とする。
【００１５】
　また、前記上部接触板は、前記パワーパッケージからの脱着を防止するために、前記上
部接触板の終端に形成されて前記パワーパッケージを固定連結するストッパーを含むこと
を特徴とする。
【００１６】
　また、前記下部接触板は、前記パワーパッケージと滑合するためのガイドレール及び前
記パワーパッケージから放出される熱を分散させるためのヒートスプレッドを含むことを
特徴とする。
【００１７】
　また、前記パワーパッケージは、多数のＩＧＢＴチップおよび駆動チップが実装される
回路基板、および前記回路基板の下部に結合し、前記パワーパッケージから放出される熱
を分散させるためのヒートスプレッドを含み、前記ヒートスプレッドは、前記第２放熱部
材が挿入されて連結されるために、前記第２放熱部材の直径に対応する挿入部が形成され
ることを特徴とする。
【００１８】
　また、前記パワーパッケージは、前記ストッパーに嵌合されるように、前記ストッパー
に対応する前記パワーパッケージの面に設けられた固定溝をさらに含むことを特徴とする
。
【００１９】
　また、前記パワーパッケージは、前記下部接触板の前記ガイドレールと滑合するように
、前記ガイドレールに対応する前記パワーパッケージの面に設けられるガイド溝をさらに
含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、前記第１放熱部材は、外部へ熱を放出するための多数の放熱板が積層されている
ヒートシンクであることを特徴とする。
【００２１】
　また、前記第１放熱部材の前記放熱板は、前記第２放熱部材が貫いて連結されるように
、前記第２放熱部材の直径に対応する貫通孔が設けられることを特徴とする。
【００２２】
　また、前記第２放熱部材の一側部は、前記第１放熱部材に貫いて連結され、他側部は前
記パワーパッケーに挿入連結されるために屈曲区間を有する「コ」字状のヒートパイプで
あることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００２３】
　本発明によれば、高熱が発生するパワーパッケージと放熱モジュールとを最大限近接す
るように結合させてなるパワーパッケージモジュールを提供することにより、前記放熱モ
ジュールの放熱性能を増大させることができる。
【００２４】
　また、本発明によれば、パワーパッケージの上・下部の両方ともで放熱がなされること
により、パワーパッケージモジュール全体において均一な放熱性能を得ることができる。
【００２５】
　また、本発明によれば、パワーパッケージと放熱モジュールとを容易に脱着・付着させ
ることにより、製造工程を単純化するうえ、製品の生産量を向上させ、パワーパッケージ
または放熱モジュールの不良の際に、製造工程または製品生産の後にも容易に不良製品を
取り替えることができる。
【００２６】
　また、本発明によれば、パワーパッケージと放熱モジュールとを最大限近接するように
結合させてなる一つのパワーパッケージモジュールを提供するため、パワーパッケージモ
ジュールの体積を減少させることができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、パワーパッケージの上、下部の両方ともで放熱がなされるため
、長時間の使用によるパワーパッケージモジュールの放熱性能の低下問題を解決すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来の技術に係るパワーパッケージの斜視図である。
【図２】本発明の一実施例に係るパワーパッケージモジュールの分解斜視図である。
【図３】本発明の一実施例に係るパワーパッケージの斜視図（１）である。
【図４】本発明の一実施例に係るパワーパッケージの斜視図（２）である。
【図５】本発明の一実施例に係るパワーパッケージモジュールの結合斜視図である。
【図６】本発明の他の実施例に係るパワーパッケージモジュールの結合斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の目的、特定の利点および新規の特徴は、添付図面に連関する以下の詳細な説明
と好適な実施例からさらに明白になるであろう。本発明において、各図面の構成要素に参
照番号を付するにおいて、同一の構成要素については、他の図面上に表示されても、出来
る限り同一の番号を付することに留意すべきであろう。「第１」、「第２」などの用語は
、多様な構成要素の説明に使用できるが、前記構成要素は、前記用語によって限定されて
はならない。前記用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別するために使用される
もので、構成要素を限定するものではない。なお、本発明を説明するにおいて、関連した
公知の技術に対する具体的な説明が本発明の要旨を無駄に乱すおそれがあると判断される
場合、その詳細な説明は省略する。
【００３０】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施例を詳細に説明する。
【００３１】
　図２は、本発明の一実施例に係るパワーパッケージモジュールの分解斜視図である。
【００３２】
　図２に示すように、パワーパッケージモジュールは、パワーパッケージ１００、第１放
熱部材２１０を含む放熱モジュール２００、および第２放熱部材３００を含む。
【００３３】
　図２に示すように、前記放熱モジュール２００は、前記パワーパッケージ１００と接触
し、前記パワーパッケージ１００から放出される高熱を外部へ放熱するための第１放熱部
材２１０を含む。



(6) JP 2012-124445 A 2012.6.28

10

20

30

40

50

【００３４】
　また、前記放熱モジュール２００は、前記第１放熱部材２１０の下部に設けられ、前記
パワーパッケージ１００と接触する接触板部をさらに含んでもよい。
【００３５】
　より詳しくは、前記接触板部は、前記パワーパッケージ１００を収容し、且つ前記パワ
ーパッケージ１００の上部１５０に接触する上部接触板２２０、前記パワーパッケージ１
００の下部１６０に接触する下部接触板２３０、および前記上部接触板２２０と前記下部
接触板２３０とを連結し、前記パワーパッケージ１００の前記接触板部からの脱着を防止
する板連結部２４０を含む。
【００３６】
　前記接触板部を構成する前記上部接触板２２０、前記下部接触板２３０および前記板連
結部２４０は、前記パワーパッケージ１００と結合できるように、クリップ状に容易に広
げられるために、弾性力を有する金属材質で構成されることが好ましい。
【００３７】
　特に、前記板連結部２４０は、製造工程の際に、前記上部接触板２２０と前記下部接触
板２３０とが外力によって強制的に広げられるようにするため、折れる部位を曲面形状２
４１に形成することが好ましい。
【００３８】
　これにより、前記パワーパッケージ１００に対して、前記放熱モジュール２００を容易
に付着・脱着させることにより、既存の製造工程方法である熱グリースを塗布しネジを用
いて機械的に結合させる方式に比べて、製造工程が単純化できるから、製品の生産量を向
上させることができる。
【００３９】
　また、前記パワーパッケージ１００または前記放熱モジュール２００に不良および破損
が発生する場合、製造工程または製品生産の後にも容易に不良および破損の生じた製品を
交換することができるという効果がある。
【００４０】
　また、本発明に係る前記上部接触板２２０は、前記パワーパッケージ１００と接触する
ように結合させた後、前記パワーパッケージ１００の脱着を防止するために、前記板連結
部２４０の反対方向に位置する前記上部接触板２２０の終端に前記パワーパッケージ１０
０を固定するためのストッパー２２１が設けられてもよい。
【００４１】
　前記下部接触板２３０は、前記パワーパッケージ１００との円滑な結合のために、前記
パワーパッケージの側面に対向するようにガイドレール２３１が設けられてもよい。
【００４２】
　また、前記下部接触板２３０は、前記パワーパッケージ１００から放出される高熱を分
散させるために、前記パワーパッケージ１００の前記下部１６０と接触する面２３２、ま
たは反対側の面２３３にヒートスプレッド（図示せず）が設けられてもよい。
【００４３】
　図３および図４は、本発明に係るパワーパッケージの斜視図である。
【００４４】
　図示の如く、前記パワーパッケージ１００の内部には、回路基板１１０が設けられ、前
記回路基板１１０には、高熱を放出する多数の半導体チップが実装されるが、好ましくは
、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ）１１１および駆動チップ（Ｄｒｉｖｅ
　ＩＣ）１１２が前記回路基板１１０に実装される。
【００４５】
　また、本発明の一実施例によって、前記回路基板１１０に実装される多数の前記ＩＧＢ
Ｔ１１１および駆動チップ１１２から発生する電磁波を遮蔽するために、前記パワーパッ
ケージ１００の前記上部１５０にＥＭＣ領域を形成させることができる。
【００４６】
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　また、前記回路基板１１０の下部には、前記パワーパッケージ１００から放出される高
熱を外部へ分散させるために、ヒートスプレッド１２０が結合する。
【００４７】
　前記ヒートスプレッド１２０には、分散した高熱を放熱させるための前記第２放熱部材
３００が結合するように、前記第２放熱部材３００の直径に対応する挿入部１２１が設け
られてもよい。
【００４８】
　また、図３及び図４に示すように、前記ヒートスプレッド１２０の前記挿入部１２１の
反対側は、前記放熱モジュール２００が外部から冷媒の供給を受けるか、或いは前記第２
放熱部材３００が外部へさらに延長されるように開放されてもよい。これとは反対に、前
記挿入部１２１の反対側は、密閉されてもよい。
【００４９】
　前記パワーパッケージ１００は、前記接触板部と滑合できるように、前記下部接触板２
３０の前記ガイドレール２３１に対応する面にガイド溝１３０が設けられてもよい。
【００５０】
　また、前記パワーパッケージ１００は、前記上部接触板２２０の前記ストッパー２２１
に対応する面に、前記ストッパー２２１が嵌合できるように固定溝１４０が設けられても
よい。
【００５１】
　本発明の一実施例に係るパワーパッケージモジュールの前記第１放熱部材２１０は、図
２に示すように、前記パワーパッケージ１００から放出する高熱を放熱するために、多数
の放熱板２１１が積層されているヒートシンクから構成されることが好ましい。
【００５２】
　また、前記第１放熱部材２１０の前記放熱板２１１は、前記第２放熱部材３００が貫い
て連結されるように、前記第２放熱部材３００の直径に対応する貫通孔２１２が設けられ
てもよい。
【００５３】
　図２および図３に示すように、前記第２放熱部材３００は、一側部３１０が、前記第１
放熱部材２１０の貫通孔２１２を貫いて連結され、前記第２放熱部材３００の他側部３２
０が、前記パワーパッケージ１００の前記ヒートスプレッド１２０に設けられた前記挿入
部１２１に挿入されて連結されるように、屈曲区間３１１、３２１を有する「コ」字状の
ヒートパイプに形成されることが好ましい。
【００５４】
　本発明の一実施例によって、前記第２放熱部材３００は、一対のヒートパイプから構成
されるが、前記第１放熱部材２１０と前記パワーパッケージ１００に連結されるヒートパ
イプの数は、制限がない。
【００５５】
　図２に示すように、前記第２放熱部材３００の前記一側部３１０は、前記第１放熱部材
２１０を構成する多数の前記放熱板２１１に設けられた前記貫通孔２１２を貫いて前記第
１放熱部材２１０と連結され、前記第２放熱部材３００の前記他側部３２０は、前記ヒー
トスプレッド１２０の前記挿入部１２１に挿入されて連結される。
【００５６】
　したがって、前記パワーパッケージ１００から放出される高熱は、一次的には、前記ヒ
ートスプレッド１２０で分散し、二次的には、前記ヒートスプレッド１２０に挿入された
前記第２放熱部材３００を介して前記第１放熱部材２１０へ伝熱される。
【００５７】
　その次に、前記第１放熱部材２１０を構成する多数の前記放熱板２１１から最終的に熱
が放出される。
【００５８】
　また、前記接触板部の前記下部接触板２３０に形成できるヒートスプレッドによっても
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、前記パワーパッケージ１００から放出される高熱が、前記パワーパッケージモジュール
の下部に分散できる。
【００５９】
　これにより、本発明の前記パワーパッケージモジュールは、図５に示すように、前記放
熱モジュール２００、前記第２放熱部材３００、および前記下部接触板２３０に形成され
るヒートスプレッド（図示せず）を用いることにより、前記パワーパッケージ１００から
放出される高熱を前記パワーパッケージモジュールの上部および下部から外部へ速く分散
および放熱するため、前記パワーパッケージモジュールの放熱性能を向上させることがで
きるという効果がある。
【００６０】
　また、前記パワーパッケージ１００と前記放熱モジュール２００とが最大限近接するよ
うに結合できるため、前記パワーパッケージモジュールの体積を減少させることができ、
前記放熱モジュール２００の放熱性能を増大させることができるという効果がある。
【００６１】
　図６は、本発明の他の実施例に係る前記パワーパッケージモジュールの結合斜視図であ
る。
【００６２】
　図６に示すように、前記放熱モジュール２００の前記上部接触板２２０は、前記パワー
パッケージ１００の前記上部１５０を全てカバーするように延設できる（図３参照）。
【００６３】
　したがって、前記パワーパッケージ１００に形成された前記ヒートスプレッド１２０か
ら伝熱を受ける面積を増加させることにより、前記放熱モジュール２００の放熱性能をさ
らに増大させることができるという効果がある。
【００６４】
　前記パワーパッケージ１００の前記上部１５０を全てカバーするように延設された前記
上部接触板２２０を用いて、前記放熱モジュール２００と前記パワーパッケージ１００と
の結合力を増大させることにより、前記パワーパッケージモジュールの結合耐久性を向上
させることができるという効果もある。
【００６５】
　以上、本発明を具体的な実施例に基づいて詳細に説明したが、これらの実施例は、本発
明を具体的に説明するためのものに過ぎない。本発明に係るパワーパッケージモジュール
は、これらの実施例に限定されず、本発明の技術的思想内において、当該分野における通
常の知識を有する者によって多様な変形及び改良が可能なのは明白である。本発明の単純
な変形ないし変更は、いずれも本発明の範疇内に属するものであり、本発明の具体的な保
護範囲は、特許請求範囲によって明らかになるであろう。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、製品の信頼性を向上させ、且つそれ自体の体積を減少させることができるパ
ワーパッケージモジュールに適用可能である。
【符号の説明】
【００６７】
　１０　　　パワーパッケージ（従来）
　２０　　　ヒートシンク
　１００　　パワーパッケージ
　１１０　　回路基板
　１１１　　ＩＧＢＴ
　１１２　　駆動チップ
　１２０　　ヒートスプレッド
　１２１　　挿入部
　１３０　　ガイド溝
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　１４０　　固定溝
　１５０　　上部
　１６０　　下部
　２００　　放熱モジュール
　２１０　　第１放熱部材
　２１１　　放熱板
　２１２　　貫通孔
　２２０　　上部接触板
　２２１　　ストッパー
　２３０　　下部接触板
　２３１　　ガイドレール
　２３２　　接触する面
　２３３　　反対側の面
　２４０　　板連結部
　２４１　　曲面形状
　３００　　第２放熱部材
　３１０　　一側部
　３１１　　屈曲区間
　３２０　　他側部
　３２１　　屈曲区間

【図１】 【図２】
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